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中国芯任重道远

【课程思政元素类型】

当代中国发展建设成就

【适用课程教学内容】

CPU、集成电路

【课程思政元素】

中国芯——奋进中的电子行业

美国用芯片掐住中兴的脖子后，芯片产业成为全民关注的焦点，民众对国内的芯片产业寄予

厚望，期待能够突破技术封锁，实现国内的产业结构升级。

由于大家对芯片的应用场景比较陌生，因此很难对国内芯片产业的现状有客观认识，网友们

对国内芯片产业的真实实力一直争论不休。以下是带大家对国内芯片行业有一个客观的认识。

共识：我国是世界工厂，承接了全世界电子产品的加工制造，每年需要大量进口芯片。芯片

已经超过原油，成为我国进口的第一大品类。

结论：国内 IC市场规模大，自给能力不足；中低端产品发展迅速，细分领域实现突破，核心

受制于人。

我国虽然拥有庞大的市场，但由于芯片产业链条长，每个环节均有不小的技术难度，导致我

国芯片自给能力弱，截至 2018年，自给率在 15%左右。在整个产业链的多数环节，我们与国际先

进技术之间存在巨大差距，这也是自给率不足的重要原因。不过经过多年发展，我们在一些细分

领域实现了突破，达到先进水准，如海思的手机处理器等。

一、材料

按照产业链环节划分，具体可以分为设备、材料、IC设计、晶圆代工、封装测试五个领域，

每个领域都有一定的门槛。主流的硅片为 8寸和 12寸两种，去年底时新昇半导体的 12寸硅片已

经通过中芯国际认证，这个领域未来国产替代的空间很大。

除硅片外，芯片制造过程中还需要用到电子气体、靶材、工艺化学品、光刻胶、光刻胶除胶

剂、CMP、掩模板等材料。

我国厂商在溅射靶材、研磨液上有所突破，但大多数材料仍需依赖进口。涉及相关业务的国

内上市公司有：南大光电、雅克科技、中环装备（电子气体）；南大光电、晶瑞股份（光刻胶）；

江化微、晶瑞股份（电子化学品）；鼎龙股份（CMP）；江丰电子、有研新材（靶材）。

二、IC 设计
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IC设计类似于做图纸，设计师根据系统、逻辑与性能的要求,制作具体物理版图的过程。有些

企业会将制作的图纸交给代工企业制造，有些则拥有自己的制造厂，华为海思、高通等属于前者，

而 Intel、三星等属于后者。

IC根据功能的不同，可以分为多个子类：

1．存储器：这块主要被韩国的三星、海力士和美国的美光垄断，最近几年存储器涨价让几家

巨头赚翻了。存储器国产化率非常低，我国最近几年在存储器领域投入巨资，最具有代表性的是

紫光集团旗下的长江存储，未来有可能会打破国外的垄断，但还需要时间来验证。

2．微处理器：在 PC端，国产实力较弱，暂时没有能力实现国产替代；在移动端，华为海思

已经可以设计出世界先进水平的处理器，而紫光展锐的中低端处理器已经成功应用于许多手机厂

商。不过无论海思、展锐还是高通、苹果，设计芯片时都使用了 ARM的架构，ARM 是这个领域

的隐形霸主。

3．微控制器：MCU广泛运用在多个领域。目前国内高端市场被国外厂商占据，国内仅有中

颖电子和兆易创新在中低端MCU 领域迅速实现国产化，主要是锂电池管理芯片，小家电主控芯

片等。

4．数字信号处理器：这块同样被国外垄断，国内仅在军用领域有一些突破，民用领域差距很大。

5．模拟电路：与国际巨头差距明显，且追赶难度巨大。

另外在一些更细分的领域，国产厂商也实现了突破，例如汇顶科技的指纹识别芯片已经成功

登顶世界第一。

三、制造

有些芯片公司只做设计，并没有自己的工厂，因此要找制造企业代工。台积电是全球 Foundry
中的绝对霸主，一家拿到了 50%的份额，台积电先进制程的开发进度几乎决定了行业的发展速度。

目前台积电已经试产了 5nm，三星为了与台积电竞争，称要研发 3nm制程。大陆工厂与台积电的

差距大约在 2代以上，最先进的中芯国际今年一季度刚刚可以量产 14nm制程，目前正抓紧攻克

12nm；至于排行老二华虹半导体，距离先进制程仍有距离。

另外也有一些芯片企业采用了 IDM模式，国内长江存储自建了存储器晶圆生产线，制造工艺

同样较为先进。

四、封装测试

封测是集成电路产品的最后一段环节，技术相对容易。封装和测试是两道工序，封装是把电

路包起来，外部留出接触的 pin脚；测试则是检测芯片的性能满足设计要求。

国内封测领域有三大龙头，分别是长电科技、华天科技和通富微电，三家均进入了全球封测

行业的前十，2017年时三家总共占了全球封测市场份额的 19%。得益于 2015年收购了国际封测

巨头星科金朋，长电科技无论技术还是规模均牢牢占据国内第一位。可惜蛇吞象并购后并没有给

长电科技带来现金回报，星科金朋 2015-2018年累计亏损了 20.73亿，也是非常难受。

五、设备

所有的生产都离不开设备，IC对设备的依赖更强。设备可分为晶圆制造设备、封装设备和测

试设备等。晶圆制造设备又分为刻蚀机、光刻机、薄膜沉设备、CMP设备、检测设备等。

光刻机的技术难度最高，目前被荷兰厂商 ASML垄断。EUV是先进制程 IC制造的重要设备，
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目前仅有 ASML 可以制造，笔者认为 EUV 是人类科学史上的奇迹，短期国内在这个领域实现突

破的可能性几乎为 0。
另外一个比较重要的设备就是刻蚀机，刻蚀设备的难度远远低于光刻机，准备在科创板上市

的中微公司的等离子体刻蚀设备已被广泛应用于从 65nm 到 7nm 的 IC加工制造及封装。另一个

国产 IC设备龙头则是北方华创，北方华创的优点在于全面，目前可以制造等离子刻蚀、物理气相

沉积、化学气相沉积、氧化/扩散、清洗、退火等半导体工艺装备。

可以说在芯片设备领域，除光刻机外均有所突破，未来也是国产替代的重点。

六、总结

半导体产业链条长，全球分工分散，没有任何一个国家具备完全自主制造先进芯片的能力。

当对手用违背商业精神的招式来限制我们时，任何一个企业都难以招架。不过我们要相信：道阻

且长，行则将至。

【课程思政元素与课程内容结合点】

在学习集成电路、计算机 CPU等内容时，引入中国芯片的发展情况，使同学们了解新中国建

设过程中的困难和科技发展，激发学生的民族自豪感和爱国热情，提升学习的自觉性和主动性。

【图片或视频】

图 1 集成电路贸易状况
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图 2 集成电路市场规模

图 3 集成电路产业链

图 4 半导体材料市场
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图 5 半导体材料国产化率

图 6 进口集成电路产品分类

图 7 代工进度情况
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图 8 封装技术演进历程

图 9 封装企业状况

图 10 晶圆制造设备占比
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图 11 国内半导体厂商
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